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电解铜箔助⼒ AI 产业

电解铜箔是⾼端电⼦电路、⼈⼯智能算⼒硬件的核⼼基础材料，其表⾯形貌、厚度均匀性、晶粒结构等核⼼品质指标，直接决定⾼端电⼦器件的导电性能、
散热效率与服役稳定性，是⽀撑⾼速数据流通的核⼼载体。⾏业传统研发模式多依赖实验试错，存在参数调控盲⽬性强、研发周期⻓、⽣产成本⾼、良品
率难以精准把控等痛点，⽆法适配AI产业⾼速发展对⾼性能电解铜箔精细化、定制化、⾼端化的量产需求。本研究⽴⾜电解铜箔⽣产的核⼼本质：电场分
布是电解铜箔制备的第⼀性原理。铜箔电解沉积过程中的离⼦迁移、晶粒⽣⻓、缺陷⽣成、厚度偏差等核⼼⾏为，均由电解体系电场分布的均匀性、稳定
性及动态变化规律主导，是决定铜箔最终品质的核⼼底层逻辑。
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⽣产设备改良
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产品研发设计依托⾼精度多物理场精细化仿真模
型，突破传统实物试制测试的局限，可精准量化
计算不同微观结构铜箔在⾼频⼯况下的信号插⼊
损耗指标与板材层间抗剥离⼒学强度，实现产品
性能数据的前置预判与精准标定。同时，深度剖
析电解铜箔微观形貌、表⾯肌理与结构缺陷，探
究其与产品⻓期服役可靠性、⾼频⾼速信号完整
性的内在耦合关联及影响机理，厘清微观结构缺
陷引发的信号衰减、传输失真、层间剥离失效等
核⼼问题的底层成因。

针对电解铜箔⽣产过程中的极距、电流密度、电解液流速、温度等关键⼯艺参数，本研究开展系统化仿真建模与数值分析，精准揭示各参数对电场分布、
电沉积动⼒学过程的影响机制，建⽴参数-电场-铜箔品质关联模型，实现关键⼯艺参数的可视化调控、精准优化与极限⼯况预判，突破传统制造业的技术
局限，有效解决⾼端铜箔⽣产过程中厚薄不均、针孔、褶皱等⾏业共性难题。

本研究将第⼀性原理底层逻辑与仿真调控技术深度融合，显著提升电解铜箔的产品精度与性能⼀致性，为超均匀、超稳定⾼端电解铜箔的规模化量产提供
核⼼技术⽀撑，可精准适配AI服务器、算⼒芯⽚、智能终端等⾼端硬件的材料迭代需求，为AI产业⾼质量发展筑牢核⼼材料基础。

研究同步开展全场景环境建模，针对电解铜箔储运过程中⾯临的温湿度波动、⽔汽
侵蚀、堆叠应⼒形变等复杂环境变量与⼯况⻛险，开展系统化仿真分析。通过构建
温度场、湿度场、应⼒场多场耦合仿真模型，模拟不同储运环境参数、包装⽅式、
堆叠⽅案下铜箔的品质演化规律，提前预判铜箔板⾯形变等各类品质损耗问题。

基于仿真分析结果，可反向优化储运管控标准与包装防护⽅案，规避传统储运模式
依赖经验管控、⻛险预判滞后的弊端，从后端环节精准把控成品⼀致性与完好率，
实现⽣产、储运全流程品质闭环管控。

九江德福科技股份有限公司依托模拟仿真技术完成电解铜箔表⾯形貌优化设计，精准测算产品插损与抗剥离强度，从设计端到⽣产端搭建全链路参数-电场-
铜箔性能品质关联模型，以第⼀性原理结合仿真调控技术，全⾯提升电解铜箔产品精度与性能⼀致性，为⾼端电解铜箔规模化量产提供坚实技术保障。
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Copper foil, copper for you.以⾼品质铜箔连接世界
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